- Kompleksowa

- ochrona ESD

Od standardow globalnych
_ do praktyki warsztatowej

Zrozumienie zagrozenia, ochrona nowoczesnych komponentow
1 certyfikacja stanowiska pracy.




Niewidzialny wrog: Natura wytadowania
elektrostatycznego

ESD (Electrostatic Discharge) to gwattowne, krdtkotrwate wyrdwnanie potencjatow.
Moze nastagpicC przez dotyk, iskre lub posSrednio przez narzedzie.

CZLOWIEK ELEKTRONIKA
Prég odczuwania: Prog uszkodzenia:
Moze zgromadzic tysigce woltow Nowoczesne uktady CMOS sg niszczone
nie czujac nic. przez tadunki niewyczuwalne dla ludzi.

Whiosek: Brak odczuwalnego 'kopniecia’ nie oznacza braku zagrozenia.
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Studium przypadku: Dlaczego nowoczesne ukiady

sg tak wrazliwe?

 |Analiza uktadéw LVDS (Texas Instruments DS90C032)

. |Szybko$é i Wydajnos$é:

e Praca z czestotliwosScia:
e Minimalne zuzycle energii

Konstrukcja:
e Sygnaty roznicowe o amplitudzie ok.
e Wymagajg dopasowania impedancji

1|/|Ryzyko: !
Se | @ izolacji wewnetrznej.
. tatwo przebija bramki
tranzystorow.

Power Supply Current — loe (MA)
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Cichy zabojca: Dwa oblicza uszkodzen

Uszkodzenie natychmiastowe
= |(Catastrophic Failure)

e Urzadzenie martwe od razu
e Zwarcie lub przerwa w strukturze
e tatwe do wykrycia w testach QC

Uszkodzenie utajone
(Latent Damage)
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e Urzadzenie dziata, przechodzi testy QC

e 'Walking wounded' - struktura ostabiona

e Objawy: Niestabilna praca, losowe restarty
e Awaria nastepuje u klienta po tygodniach
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Egzaminy techniczne (np. INF.08) ktadq nacisk na uszkodzenia utajone jako najtrudniejsze do diagnorx ....oocm



Geneza tadunku: Tarcie, separacja i srodowisko

Mechanizm

MATERIAL A

MATERIAL B

Efekt tryboelektryczny:
tadunki powstajg w wyniku
tarcia i rozdzielania sie
materiatow.

Zrodta zagrozenia

» Odziez syntetyczna
(polary, poliester)

» Wyktadziny
| dywany
L)
gooo| »~ ( e Plastikowe
858 f opakowania i folia
@ —

Rola wilgotnosci
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<30% v >60%

Wilgotnos¢c 40-60%
Suche powietrze Optimum dla
= Wysokie Ryzyko serwisu

Niska wilgotnosc¢ (zima)
drastycznie zwieksza
generowanie napiec.
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WG 1.0:
Opaski
(Wrist Straps)

=
&
WG 11.0:

Pakowanie
(Packaging)

Globalny autorytet

EOS/ESD
Association, Inc.

Organizacja wyznaczajgca swiatowe
standardy kontroli statyczne,;.

S

WG 6.0:
Uziemienie
(Grounding)

#‘_
J—

@
WG 53.0:
Weryfikacja
(Compliance)

Jedyna organizacja akredytowana przez ANSI do tworzenia norm w tym zakresie.
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Strefa EPA: Systemowa obrona
ESD Protected Area

o

?
1. g B®
Uziemienie |/ | Usuniecie Wyrownanie
Przewodnikow ) |zolatorow ( Potencjatow
Wszyscy ludzie Brak plastikow, ‘ 4 Wszystkie elementy
| metalowe elementy 1 styropianu lub k na stole majg ten sam
potgczeni z ziemia. neutralizacja jonizacjs. potencjat elektryczny.
Q Q
i A

EPA to nie jeden mebel, to zintegrowany system bezpieczenstwa.
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Anatomia bezpiecznego stanowiska

1. Mata ESD

Rozprasza fadunki,
nie izoluje.

2. Wspolny Punkt Uziemienia |
Serce systemu.

3. Narzedzia ESD
TPa Materiaty
el dysypatywne.

4.Przewod
uziemiajacy

FKrytyczne: Mata bez podtgczenia | \
uziemiajgcego nie daje zadnej ochrony. | N
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Pierwsza linia obrony: Opaska antystatyczna

Funkcja:

» Ciggte wyrownywanie potencjatu

Rezystor - ey :
Bezpieczenstwa 1 MQ clato-ziemia.

Bezpieczenstwo (UWAGA): !
» Rezystor 1 MQ) jest obowigzkowy.

e Chroni cztowieka przed
porazeniem prgdem sieciowym.

e Nigdy nie uziemiaj ciata
bezposrednio "na krotko"!

[ Opaska niepodtaczona do gniazda jest bezuzyteczna. ]
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— ILogika uziemienia: Gdzie trafiajg tadunki?

Cel uziemienia ESD: Bezpieczne
odprowadzenie tadunku, nie ochrona
przeciwporazeniowa (to rola RCD).

C e
Mata/Opaska Wspolny Punkt Uziemienia Ziemia (PE)

Dobre Praktyki

e Jeden wspolny punkt dla catego stotu (brak petli mas).
e Obudowa PC: Tylko jesli podtgczona do sprawnej instalacji z bolcem.

e Unikaj: Kaloryferow i rur (niepewny potencjat).
I I




Transport i przechowywanie: Zasada Klatki Faradaya

Zalecane: Worki Ekranujace Q Ograniczone zastosowanie: &
(Shielding) Rozowe Worki (Pink Poly)

==

ﬂg - .G

e Tworzg Klatke Faradaya. e Tylko antystatyczne (nie generuja tadunku).
e Jedyna pewna ochrona w transporcie e NIE chronig przed zewnetrznym
poza EPA. wytadowaniem.

-

ZABRONIONE: Ktadzenie PCB na folii aluminiowej (ryzyko zwarcia
| | baterii) lub zwykiym styropianie. | |
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Dobre praktyki i btedy egzaminacyjne

TAK (Dobre Praktyki)

{1} « Plytki chwytaj wytacznie
za krawedzie.

{} » Regularnie testuj
rezystancje opaski
| maty.

NIE (Btedy)

A * Nie dotykaj Sciezek
ani pindw uktadow.

A * Nie pracuj w odziezy
syntetycznej (polar)
bez fartucha.

NN

Egzamin INF.08

Najczestszy biad:
Mylenie uziemienia
ochronnego
(elektrycznego) z
uziemieniem ESD.

Pamietaj tez o
definicji uszkodzen
utajonych!




Rozwoj zawodowy
| certyfikacja

ﬁ% I/ Program Manager

e Zarzgdzanie catym
programem kontroli
ESD w firmie.

Device Stress Testing

* Dla inzynierow projektujacych
odporne uktady.

R53 Technician

» Weryfikacja zgodnosci sprzetu
| audyt stanowisk.

Znajomosc¢ ESD
to kwalifikacja
zawodowa,
potwierdzana
przez EOS/ESD
Association.

A
AEOS/ESD
Association
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Precision Engineering

Laboratory Safety

Podsumowanie: Dyscyplina to ochrona

Niewidzialne
Zagrozenie

ESD jest
niewidoczne, ale
generuje realne
koszty.

I[|lf

Wrazliwa {“ﬂi
Technologia
Nowoczesne uktady
(LVDS) wymagaja

specjalnej troski.
i
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System EPA

Mata + Opaska +
Uziemienie +
Procedury.

Profesjonalizm

Stosowanie
standardow
EOS/ESD

Association.

)2

EOS/ESD

ASS0CIATION

[ Normy: ANSI/ESD $20.20 | Zasoby: EOS/ESD Association, Inc.
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